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Abstract (en)
[origin: US4764401A] A mild and simple process of activating substrate surfaces for the purpose of currentless metallization comprises using
organometallic compounds of elements of the groups 1B and 8 of the Periodic System of Elements whose organic moiety has at least one functional
group over and above the groups required for binding the metal are used for activation.

Abstract (de)
Eine schonende und verfahrenstechnisch einfache Methode zur Aktivierung von Substratoberflachen zum Zwecke der stromlosen Metallisierung
besteht darin, da man zur Aktivierung metallorganische Verbindungen von Elementen der 1. und 8. Nebengruppe des Periodensystems der
Elemente verwendet, deren organischer Teil Giber die zur Metallbindung erforderlichen Gruppen hinaus wenigstens eine weitere funktionelle Gruppe
aufweist.
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